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内容概要

本书从EDA(电子设计自动化)技术的应用角度，简明而系统地介绍了印制电路板设计和可编程逻辑器
件的开发应用技术。
包括采用Protel
99 SE设计电路原理图、设计印制电路板的过程，用MAX+plus
II开发PLD的原理图输入设计方法、波形输入设计方法及VHDL程序的文本输入设计方法。
每章后面的思考与练习题，可用于复习总结。

本书根据实际电路设计过程安排教学内容；例举电路简单，选用软件成熟，取材和编排上由浅入深，
循序渐进；基础技术内容详尽，方法步骤完整，实践性强。

本书可作为高职高专电子信息、通信、自控和计算机专业的EDA技术教材，以及上述学科或相关学科
工程技术人员的参考用书。
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章节摘录

　　1.4.2加成法工艺　　在绝缘基材上，有选择性地沉淀导电金属而形成导电图形的方法，因是把导
电金属加到基材上而获得导电图形的，故称为加成法。
加成法制造印制板的工艺可以分为3类。
　　（1）全加成法：仅用化学沉铜方法形成导电图形的加成法工艺。
如对催化性层压板基材，钻孔-成像-增黏处理（负相）-化学镀铜-去除抗蚀剂，加工成导电图形的工
艺，即全加成法。
　　（2）半加成法：在绝缘基材表面上，用化学沉淀金属，结合电镀蚀刻形成导电图形的加成法工
艺。
如对普通层压板基材，钻孔-催化处理和增黏处理-化学镀铜-成像（电路抗蚀层）图形电镀图（负相
）-去除抗蚀剂-差分蚀刻加工成导电图形的工艺，即半加成法。
　　（3）部分加成法：在催化性覆铜层压板上，采用加成法制造印制板的工艺。
工艺流程为：成像（抗蚀剂）-蚀刻铜（正相）-去除抗蚀层-全板涂覆电镀抗蚀剂-钻孔-孔内化学镀铜
一去除电镀抗蚀剂，加工成导电图形。
该工艺的导电图形敷铜走线部分是蚀刻形成的，孔壁导电层部分是电镀加成的。
　　与减成法相比，加成法具有如下优点。
　　（1）加成法工艺比减成法工艺的工序减少了大约1／3，简化了生产工序，提高了生产效率，尤其
避免了产品档次越高，工序越复杂的恶性循环。
　　（2）加成法工艺能达到齐平导线和齐平表面，从而能制造表贴等高精度印制板。
　　（3）在加成法工艺中，由于孔壁和导线同时化学镀铜，孔壁和板面上导电图形的镀铜层厚度均
匀一致，提高了金属化孔的可靠性，也能满足高厚径比印制板的小孔内镀的要求。
　　（4）由于加成法避免了大量蚀刻铜以及由此带来的大量蚀刻溶液的处理费用，从长远利益考虑
，大大降低了印制板生产成本。
　　&hellip;&hellip;
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